1.1.1核心区（内圈）
核心区是整个洁净厂房的“心脏”，主要承担光刻、离子注入等对环境敏感度高的关键加工工序，其洁净等级一般保持在ISO 1～3级之间。该区域需要设置垂直单向流（层流）系统，采用顶置FFU满布和高架地板回风的组合方式，断面风速控制在0.3～0.45m/s，ULPA过滤器满布率不低于100%，保证晶圆曝光时颗粒污染物浓度很低[1]。
1.1.2中间区（中圈）
中间区的功能定位是承上启下的过渡区，在布局上主要布置刻蚀、薄膜沉积(CVD/PVD)、湿法清洗等工艺设备，洁净等级为ISO4到5级，比核心区低一级。这样的梯度化配置既符合有关工艺的环境要求，又用压差递增的物理屏障来降低外围污染向核心区渗透的风险。中间区设备数量多、产热量大，布置时要考虑到排风管道走向和热负荷均匀分布的问题，不能造成局部热点对相邻区域温湿度稳定性产生干扰。
1.1.3外围区（外圈）
外围区是洁净厂房和外部环境之间的缓冲圈层，主要布置空调机房、空压机站、真空泵房、冷却塔等辅助动力设施以及更衣区、办公区等低洁净度功能空间。大型动力设备运行时产生的振动和噪声都是造成核心区精密加工的主要干扰源，要采用减震沟、弹簧隔振器等主动和被动隔振技术来衰减。外围区的化学品储存和废气处理单元要独立分区，并且设置局部负压排风，从空间距离和通风系统两个方面阻断有害介质向洁净区扩散的途径。



3.1设备间距与通道规划
设备间距、通道规划属于洁净室空间设计里兼顾操作效率、维护方便、安全疏散的重要部分，合理与否会直接关乎日常生产是否顺畅、突发状况下反应的速度。大型工艺设备周围要留有1.5m以上的操作和维护空间，中小型设备之间的间距不小于0.8m，这样的尺度既满足了设备正常装卸晶圆、参数调节的要求，又给定期保养和故障维修留出了必要的作业面。
通道布置时人员走道与物料通道应分别布置于不同的方向上，防止人流和物流在同一空间内交叉；参观走道应沿洁净室四周设置，用透明隔断与生产区隔开，既满足观摩需要又不会影响生产流线[3]。
3.2高架地板与吊顶空间规划
高架地板一般用600mm×600mm模块化单元，支撑高度根据工艺要求在600～1100mm之间自由选择，满足设备荷载（2000kgf/cm）和微振动控制的双重要求，地板下方空间既是回风静压腔又是管线走廊，实现气流组织和线缆敷设一体化。
吊顶空间需要留有足够高的空间来容纳FFU、空调风管、冷水管道和电气桥架，吊顶与墙面、灯具、风口的连接处要密封，防止灰尘堆积和漏风造成洁净度不稳定。

4.2温湿度与AMC控制区域隔离
温湿度精度和气态分子污染物（AMC）控制属于影响纳米级芯片成品率的两个重要环境指标，二者都需要依靠合理的区域隔离来达到稳定的控制。光刻区等对温度精度要求很高的地方要设置精密温控单元，把温度波动控制在±0.1℃以内，围护结构用保温隔热材料来减少外界热扰动；湿法清洗区等产热产湿量大的区域要单独设置，配专用排风系统，与核心工艺区保持不小于20m的物理距离。
在化学品储存区、废气处理站等污染物高发区要独立分区，和洁净区保持安全距离，通风系统完全独立运行，防止含腐蚀性或者掺杂性气体的空气进入工艺区。
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因此半导体厂房高等级洁净室工艺布局设计属于一个集建筑结构、暖通空调、自动化物流、精密制造等多学科知识为一体的系统工程，洁净室布局的好坏直接影响到芯片制造的良率和运行能耗。随着EUV光刻、三维集成工艺的发展，洁净室的布局也会朝着更加高等级的微环境控制、更低的能耗运行方式、更灵活的工艺适应性方向发展。
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